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Abstract (en)
The device (1) has a crimping sleeve (5) including a sleeve cavity (6) through which a conductor (35) of a shielded line (2) is arranged in a housing
interior (4) in a conductible manner. A conductor shield (8) of the line is fastenable at a free end section (9) by crimping relative to the crimping
sleeve and in shield contact with the housing, where the crimping sleeve has a radially outwardly projecting sealing projection (11). The conductor
shield is passed through the sleeve cavity with a crimping section of the end section.

Abstract (de)
Bei einer Verbindungsvorrichtung zur Verbindung einer geschirmten Leitung mit einem Geh&use ist die Leitung im Gehauseinneren elektrisch
kontaktierbar. Dabei weist die Verbindungsvorrichtung wenigstens eine Crimphdlse auf, durch deren Hillsenhohlraum zumindest ein Leiter der
Leitung bis ins Geh&useinnere fuhrbar angeordnet ist. Eine Leiterabschirmung der Leitung ist an einem freien Endabschnitt durch Crimpen relativ
zur Crimphlse befestigbar und mit dem Geh&use in Abschirmungskontakt. Erfindungsgeman ist die entsprechende Leiterabschirmung in einfacher
Weise mit dem Gehause verbunden, so dass ein entsprechender Abschirmungskontakt zwischen Gehause und Leiterabschirmung gegeben
ist. Dadurch kénnen Leiterabschirmung und Geh&use insgesamt als Abschirmung betrachtet werden. Es ergibt sich eine gute elektrische und
elektronische Storfreiheit von entsprechenden Einrichtungen innerhalb des Geh&auses sowie der entsprechenden Verbindungsvorrichtung gegeniiber
der Umwelt, siehe EMV.
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